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Requisitos de Ensambles Eléctricos y Electrónicos Soldados

1 GENERAL

1.1 Alcance Este estándar describe materiales, métodos y criterio de aceptabilidad para la producción de
ensambles electrónicos y soldadura eléctricas. El objetivo del presente documento es utilizar la metodología de

control de procesos para garantizar niveles de calidad sistemáticos durante la fabricación de los productos. El objetivo del
presente estándar no es la exclusión de cualquier procedimiento para el posicionado de componentes o para la aplicación de
flux y estaño, empleado en la realización de conexiones eléctricas.

1.2 Propósito Este estándar describe requisitos de materiales, requisitos de procesos, y requisitos de aceptabilidad
para la fabricación de ensambles electrónicos y soldadura eléctricas. Para una comprensión más completa de las

recomendaciones y requisitos este documento, uno puede usar este documento junto con IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 and
IPC-A-610. Los estándares pueden ser actualizados en cualquier momento, incluso con el uso de enmiendas. El uso de una
enmienda o una revisión más reciente que no es requerida automáticamente.

1.3 Clasificación El presente estándar señala que los ensambles eléctricos y electrónicos están sujetos a clasificaciones,
según el propósito de uso del elemento final. Se han definido tres clases generales de producto final para reflejar las difer-
encias de manufacturabilidad, complejidad, requisitos de rendimiento funcional y frecuencia de verificación (inspección/
comprobación). Ha de mencionarse que pueden existir superposiciones de equipos entre clases.

El usuario, ver 1.8.13 es el responsable de la definición de la clase del producto. La clase del producto debería indicarse en la
documentación de compra.

CLASE 1: Productos electrónicos generales
Incluye productos apropiados para aplicaciones donde el principal requisito es la funcionalidad del ensamble completo.

CLASE 2: Productos electrónicos de servicio dedicado
Incluye productos de los cuales se requiere un funcionamiento continuo y una vida útil extendida y para los que un servicio
ininterrumpido es deseable pero no crítico. Típicamente el entorno de uso final no causaría fallos.

CLASE 3: Productos electrónicos de alto rendimiento/entorno severo
Incluye productos para los que un funcionamiento continuo a alto rendimiento o un funcionamiento a demanda son críticos,
el equipo inoperativo no es tolerable, el entorno de uso final pueda ser inusualmente duro y el equipo tiene que funcionar
cuando se le requiere como en sistemas de soporte de vida y otros sistemas críticos.

1.4 Unidades de medida y aplicaciones Este estándar utiliza las unidades del sistema internacional (SI) unidades de
acuerdo a ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, sección 3 [las unidades equivalentes inglesas imperiales están en los corchetes
para conveniencia]. Las unidades si utilizadas en este estándar son milímetros (milímetros) [pulgadas] para dimensiones y las
tolerancias dimensionales, Celsius (°C) [°F] para temperaturas y tolerancias de temperatura, gramos (g) [onza] para el peso, y
lúmenes (lm) [velas por pie] para la iluminación.

Nota: Este estándar utiliza otros prefijos del SI (ASTM SI10, sección 3.2) para eliminar los ceros principales (por ejemplo,
0.0012 milímetros se convierte en 1.2 μm) o como alternativa a las potencias-de-diez (3.6 × 103 milímetro se convierte
3.6 m).

1.4.1 Verificación de las dimensiones La medida real de las dimensiones específicas del montaje de componentes y
meniscos (filetes) de soldadura y la determinación de porcentajes no son necesarios, excepto para propósitos de arbitraje.
Para determinar la conformidad con las especificaciones de esta norma, redondee todos los valores observados o calculados
“a la unidad más cercana” en el último dígito derecho utilizado para expresar el límite de especificación, de acuerdo con
el método de redondeo de ASTM la práctica E29. Por ejemplo, las especificaciones de 2.5 mm máx., 2.50 mm máx., o
2,500 mm máx., redondearán el valor medido 0.1 mm, 0.01 mm o 0.001 mm a los más cercanos, respectivamente, y luego
se compararán con el número de especificación citado.
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